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Abstract (en)
[origin: US4427520A] A device for electroplating portions of a continuously moving, cathodically connecting workpiece as it is moved past a plurality
of anodically connected spray nozzles characterized by the spray nozzles comprising precious metal and being positioned one after another in a
row along the direction of movement of the workpiece with each of the nozzles having an individual stream of electrolytes emerging unimpeded
therefrom. The continuously moving workpiece is positioned so that selected portions thereof are moved along the row of nozzles to be contacted by
the stream of electrolyte emerging from the individual nozzles for a free and unimpeded electroplating of the portions contacted by the streams.

Abstract (de)
Vorrichtung zum partiellen Galvanisieren von zu leitenden Bändern oder dgl. zusammengefaßten Teilen im Durchlaufverfahren, wobei das
kathodisch geschaltete Band (2) an einer Mehrzahl von anodisch geschalteten Sprühdüsen (7) aus Edelmetall entlanggeführt wird, welche in
Bewegungsrichtung des Bandes (2) gesehen hintereinander derart angeordnet und gegen das Band (2) gerichtet sind, daß der aus jeder einzelnen
Sprühdüse (7) austretende Elektrolytstrahl frei und unbehindert auf den zu galvanisierenden Bereich auf dem Band (2) trifft.
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